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高分子、液晶、泡	など“柔らかい物質群”の

弾性率・粘性率測定ができます。	

食品などのテクスチャ解析と、 
粘弾性キャラクタリゼーション	

新しい食感・触感を持つ食品・材料の
解析	

＜社会実装への可能性＞　（３点以内）	
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刺激に対する材料
の応答解析	

相転移温度の決定	


